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採購規範書 

 
品名：      基板材料線路委託設計              
案號：A512005199  
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1.目的/用途說明： 
 
封裝產品，基板材料線路委託設計。 

2.規格/功能需求： 
 需求規格、數量/材質/外觀尺寸(公差) 
 需求功能/性能、效益(品質/數量/時間) 
 需求服務之項目、工作範圍、方式/方法、工作時程 
 相關圖說規格文件 
 本院周邊環境需求說明，如供水/供電/供氣/廢水/廢氣排放處理裝置 

 

[ 製程 ] 
使用指定晶片，以panel level製程進行基板材料線路委託設計 
 
 製程需求包含:  

a. Panel level 的carrier大小是700mm*700mm, 
b. Panel level 線路布局設計 
c. Panel level 晶片座標設定 
 

3. 重要規格、功能檢測/驗收標準： 
項次 重要規格/功能內容 驗收標準 

一、線路委託設計 a. Panel level 的carrier大小是

700mm*700mm, 
b. Panel level 線路布局設計 
c. Panel level 晶片座標設定 

提供電子檔案 

4.交貨期：2026年 11月9日前  

5.廠商交付文件：█有  □無 

電子檔案一份 


